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요약

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 액정표시장치의 상부기판과 하부기판을 합착하는 수단인 실런트를 인

쇄하는 씰패턴 영역 형성방법에 관한 것이다.

본 발명에서는 액정표시장치의 하부기판에 형성하는 유기절연막과 그 하부막과의 접착력 약화 또는 상기 유기절연막

과 씰패턴과의 접착력 약화로 인한 상기 씰 패턴의 터짐불량이 발생을 방지하고, 아울러 상기 유기절연막과 상기 씰

패턴과의 화학반응으로 인한 액정의 오염을 방지하기 위하여 상기 씰패턴 형성영역의 유기절연막을 제거하고 그 제

거한 위치에 무기절연막층을 형성함으로써 상기 유기절연막의 접착력을 향상시키고 유기절연막도 보호할 수 있는 액

정표시장치를 제공한다.

대표도

도 8

색인어

유기절연막, 접착력, 씰런트, 유기절연막 제거, 무기절연막, 유기막 보호

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치를 도시한 분해사시도.

도 2는 씰패턴이 구성된 액정표시장치의 개략적인 평면도.

도 3는 도 2의 III-IIⅠ를 따라 절단한 단면도.

도 4는 도 3의 F를 확대한 단면도.
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도 5는 종래의 액정표시장치용 어레이 기판의 씰패턴 형성영역을 도시한 것으로서 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단

한 단면도.

도 6은 종래의 액정표시장치의 액정패널의 외곽 부분에서 백색 얼룩일 발생한 것을 보여주는 사진.

도 7은 액정표시장치의 기판상의 백색 얼룩이 발생하는 위치를 보여주는 평면도.

도 8은 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 1 실시례에 따라 형성된 씰패턴 영역을 도시한 

도면.

도 9a 내지 도 9c는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 2 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면.

도 10a 내지 10d는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 3 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면.

도 11a 내지 11c는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 4 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면.

도 12a 내지 12d는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 5 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면.

도 13a 내지 13c는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 6 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면.

도 14a 내지 14c는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 7 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면.

도 15는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 8 실시례에 따라 형성한 씰패턴 영역을 도시한

도면.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 : 기판

120, 220, 320, 420, 520, 620, 720

130, 230, 330, 430, 530, 630 : 무기절연막

160, 260, 360, 460, 560, 660, 760 : 실패턴

505, 15 : 금속층

725 : 화소전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치의 제조공정에 관한 것으로써, 더 상세하게는 액정 표시장치의 상부기판과 하부기판을 합착

하기 위한 실런트가 인쇄된 씰패턴 영역의 형성방법에 관한 것이다.
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일반적으로, 액정표시장치는 액정의 광학적 이방특성을 이용한 화상표시 장치로서, 전압의 인가상태에 따라 분극특

성을 보이는 액정에 빛을 조사하게 되면 상기 전압인가에 따른 액정의 배향상태에 따라 통과되는 빛의 양을 조절할 

수 있게 된다. 따라서, 이와 같은 원리로 이미지 표현이 가능하다.

전술한 바와 같은 구성에서, 상기 액정패널은 투명한 상부기판과 하부기판을 포함하고 상기 상부기판과 하부기판 사

이에 액정을 주입하여 구성한다. 이하 도 1을 참조하여 액정표시장치의 구성을 간단히 알아본다.

도 1은 일반적인 컬러액정표시장치를 도시한 분해 사시도이다.

도시한 바와 같이, 일반적인 액정표시장치(11)는 블랙매트릭스(6)를 포함하는 컬러필터(7)와 컬러필터 상에 투명한 

공통전극(18)이 형성된 상부기판(5)과, 화소영역(P)과 화소영역 상에 형성된 화소전극(17)과 스위칭소자(T)와 어레

이배선이 형성된 하부기판(22)으로 구성되며, 상기 상부기판(5)과 하부기판(22) 사이에는 액정(14)이 충진되어 있다.

상기 하부기판(22)은 어레이기판이라고도 하며, 스위칭소자인 박막트랜지스터(T)가 매트릭스형태(matrix type)로 

위치하고, 이러한 다수의 박막트랜지스터를 교차하여 지나가는 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 형성된다.

이때, 상기 화소영역(P)은 상기 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 교차하여 정의되는 영역이며, 상기 화소영역 상

에는 전술한 바와 같이, 투명한 화소전극(17)이 형성된다.

상기의 상,하부 기판(5, 22)은 액정셀 공정에서 상기 상,하부기판(5, 22) 사이에 형성한 씰패턴(미도시)에 의하여 합

착되는데, 상기 씰패턴은 액정표시장치(11)의 셀갭을 일정하게 유지하고 후에 상기 상,하부기판(5, 22)사이에 주입된

액정이 새지 않도록 하는 역할을 한다.

상기 씰패턴은 스크린(screen) 인쇄법 또는 디스펜서(dispencer) 인쇄법 등으로 형성할 수 있으며, 상기 씰 패턴에 

사용되는 씰런트는 일반적으로 열경화성 또는 UV(자외선) 경화성 에폭시(epoxy) 수지 등을 이용한다. 그러나, 상기 

에폭시 수지 자체는 액정에 대해 무해하나, 열경화제에 포함된 아민(amine)이 액정재료를 분해할 수 있다. 따라서, 열

경화성 에폭시 수지 씰 패턴(2)을 형성할 경우에는 실런트를 스크린 인쇄 후 굽는 온도를 단계적으로 변화시키면서 

충분히 프리 베이킹(prebaking)할 필요가 있다. 이외에도 다양한 방법으로 상기 씰 패턴을 구성할 수 있다.

도 2는 스크린 인쇄법 등으로 상기 하부기판(22) 상에 인쇄한 씰패턴을 도시한 액정표시장치의 평면도이다.

여기서, 상기 씰 패턴(2)은 크게 두 부분으로 나눌 수 있다. 즉, 주 씰 라인(2a)과 보조 씰 라인(2b)이 그것인데, 상기 

주 씰 라인(2a)은 전술한 바 있지만, 액정이 외부로 누설되는 것을 방지하고, 셀갭을 유지하기 위함이다.

그리고, 상기 보조 씰 라인(2b)은 상기 기판(22)과 상기 기판(22)과 대응되는 기판(미도시)을 합착하고, 상기 합착된 

기판의 세정 및 식각시에 상기 세정액 및 식각액에 의한 상기 주 씰 라인(2a)의 손상을 방지하기 위함이다.

도 3는 도 2의 III-III 를 따라 절단한 단면도이다.

도시한 바와 같이, 액정패널에 구성되는 일부 화소와, 상기 액정패널 좌우에 구성되는 씰패턴의 단면도를 나타낸다.

도 3의 단면도를 참조하여, 액정표시장치용 어레이기판의 제조 공정을 간략히 설명한다. (이하 도 1과 도 2를 참조한

다.)

일반적으로, 스위칭소자와 신호배선을 포함한 하부기판(23)을 제작할때는 상기 스위칭소자(T)의 타입에 따라 약간의

공정변화가 있다. 본 발명에서는 역스태거드형(inverted staggered type) 스위칭소자를 구비한 액정패널을 예로 들

어 설명한다.

먼저, 기판(22)상에 알루미늄(Al), 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo) 등의 금속을 증착하고 이를 패터닝하여, 기판의 가로방향

으로 구성되는 다수의 게이트배선(도 1의 13)과, 상기 게이트배선에서 소정면적으로 돌출 형성된 게이트전극(32)을 

형성한다.

상기 게이트전극(32)이 형성된 기판(22) 상에 산화실리콘(SiO2), 질화실리콘(SiNx)등의 무기절연막을 증착하여 제 1

절연층인 게이트절연층(33)을 형성한다.

다음으로, 상기 게이트절연층(33)상에 반도체층을 형성하고 패터닝하여, 상기 게이트전극 상부에 아일랜드형태(Islan

d type)로 액티브층(36)을 형성한다.
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다음으로, 상기 액티브층 상부에 전술한 도전성 금속을 증착하고 패터닝하여, 상기 가로방향으로 구성된 다수의 게이

트배선(도 1의 13)과 수직하게 교차하는 다수의 데이터배선(도 1의 15)을 구성하고, 상기 게이트전극(32)에 근접한 

부분의 데이터배선(도 1의 15)에서 소정면적으로 돌출 연장되어, 상기 액티브층과 일부 겹쳐지는 소스전극(39)및 이

와 소정간격 이격된 드레인전극(41)을 형성한다.

다음으로, 상기 드레인전극 상부에 벤조사이클로부텐(BCB)과 아크릴(Acryl)계 수지(resin)등의 투명한 유기절연막

을 증착하고 패터닝하여, 상기 드레인전극 상부에 드레인 콘택홀이 형성된 보호층(35)을 형성하고, 상기 보호층 상부

에 화소전극(38)을 형성한다.

이와 같이 구성된 하부기판(22)은 하부기판(22)의 가장자리를 따라 형성된 실패턴(2)에 의해 상부기판(5)과 합착된

다.

상기, 실패턴(2)의 주목적은 상부기판(5)과 하부기판(22)을 합착하는 것이므로, 씰패턴은 상부기판(5)의 투명전극(18

)과 하부기판(22)의 유기절연막(35)사이에 위치하게 된다.

도 4는 도 3의 F를 확대한 단면도이다.

도시한 바와 같이, W의 너비를 가지고 상기 하부기판(22)에 정의되는 씰패턴 영역 중 일부를 식각한 형태이다.

그런데, 상기 씰패턴(2)은 유기절연막(35)과의 부착성이 좋지 않기 때문에 이를 극복하기 위해, 상기 씰패턴 영역에 

다수의 식각홈(37)을 형성함으로써 상기 유기절연막(35)을 대부분 식각하여 상기 씰패턴(2)이 상기 유기절연막(35) 

하부의 무기절연막(33) 또는 하부기판(22)에 직접 접촉하게 한다.

이와 같은 구성은, 도 3의 구성에 비해 상기 한정된 씰패턴 영역에 실런트(2)의 부착면적을 더 늘릴 수 있는 효과가 

있기 때문에 부착력이 조금은 개선되는 구조이다.

그러나 이와 같은 구성 또한 상기 실런트(2)의 부착면적을 만족할 만큼 확보한 구조는 아니므로, 상기 씰패턴(2)은 하

부기판(23)과의 접착성이 그다지 양호하지 않다. (실패턴이 인쇄되는 영역을 이하 '씰패턴 영역'이라 한다.)

따라서, 상기 실패턴(2)과 하부기판(23)과의 충분한 접촉면적을 더욱 확보하는 것이 무엇보다 필요하다.

그러나, 상기 씰 패턴영역의 너비(W)는 상기 액정패널의 개구율 등을 고려하여 제한된다. 따라서 상기 실패턴(2)의 

접촉면적을 크게 하는 것에는 한계가 있으며, 이로 인해 상기 실패턴(2)의 터짐불량이 자주 발생한다.

즉, 액정표시장치의 하부기판인 어레이기판에서 상기 씰패턴(2)이 하부기판(22)과의 접촉면적이 적거나, 유기절연막

(35)과 같이 씰패턴(2)과 접착력이 약한 물질과 접촉을 하여 형성되는 경우에는 외부로부터의 유입 가능한 수분이나 

오염원에 대한 내구성 저하로 상기 씰패턴(2) 주변에 얼룩이 발생하거나 스트레 스(stress)에 대한 완충영역(buffer a

rea)이 좁아서 외부 스트레스에 대한 막들뜸이나 뜯김이 발생할 수 있다. 특히, 이런 현상은 유기절연막을 사용하여 

액정표시장치의 하부 어레기기판을 형성할때 두드러지게 발생한다. 상기 유기절연막(35)은 하부의 무기절연막(33)과

접착력이 나빠 씰 터짐이나 미세하게 액정이 새는 현상이 발생할 우려가 있어 통상적으로 씰패턴 형성영역의 유기절

연막은 제거하여 하부기판(22)이나 하부 무기절연막(33)막과 씰패턴이 직접 접촉할 수 있도록 하고 있다.

도 5는 종래의 액정표시장치용 어레이 기판의 씰패턴 형성영역을 도시한 것으로서 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단

한 단면도이다.

도시한 바와 같이, 하부기판(21)위에 제 1 절연막인 질화실리콘(SiNx) 또는 산화실리콘(SiO2) 등을 재질로 한 무기

절연막(33)이 형성되고, 그 위에 제 2 절연막인 벤조사이클로부텐(BCB)과 아크릴(Acryl)계 수지(resin)등을 재질로 

한 유기절연막(35)이 형성된다. 그리고 상기 유기절연막(35)과 씰패턴(38)과의 접착력을 향상기키기 위해서 상기 유

기절연막(35)과 무기절연막(33)의 일부 또는 전부를 식각하여 식각홈(39)을 형성한다. 이러한 구조는 상기 씰패턴(3

8)과 상기 유기절연막(35)과의 접착력을 향상시키위하여 제안된 것이다.

그러나, 이러한 구조가 상기 씰패턴(38)과 상기 유기절연막(35)과의 접착력은 증가시키지만 상기 유기절연막(35)과 

상기 씰패턴(38)간의 화학반응에 의한 액정패널(39) 내부의 오염이 발생할 수 있다는 단점이 있다. 즉, 상기 유기절연

막(35)과 상기 씰패턴(38)의 접촉부(S)에서의 화학반응에 의하여 액정패널 내부의 액정이 오염될 수 있다. 또한 이러

한 상기 유기절연막(35)과 상기 씰패턴(38)간의 반응은 유기절연막(35)에 대한 경화정도, 씰패턴(38)의 내화학성 등 

여러가지 오염원인에 의하여 고온이나 습도 조건에서 씰패턴 주위의 표시얼룩을 동반할 수 있다.
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도 6은 종래의 액정표시장치의 액정패널의 외곽 부분에서 백색 얼룩이 발생한 것을 보여주는 사진이다. 사진에서 나

타난 바와 같이, 액정패널의 좌변에 백색 얼룩이 발생하게 되는데, 이러한 현상은 전술한 유기절연막과 씰패턴과의 

화학반응으로 인하여 액정이 오염된 것에 기인한다. 따라서, 이러한 현상은 상기 유기절연막과 상기 씰패턴간의 접촉

면을 제거함으로써 개선할 수 있다.

도 7은 액정표시장치의 기판상의 백색 얼룩이 발생하는 위치를 보여주는 평면도이다. 상기 도 6에서와 마찬가지로, 

도시한 바와 같이 여러개의 셀을 가진 액정패널상에서 각 셀들의 좌측 씰패턴 형성영역 부근에 백색 얼룩이 형성되는

것을 알 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 전술한 바와 같은 문제를 해결하기 위하여, 기존의 씰패턴 영역의 패턴폭(width)을 그대로 유지하

면서 상기 실패턴과 무기절연막 또는 하부기판과의 접촉면적을 크게 하여 상기 씰패턴의 접착력을 향상시켜 액정패

널에서의 씰 터짐을 방지하고, 유기절연막과 씰패턴의 접촉을 차단하여 액정의 오염으로 인하여 액정패널의 씰패턴 

형성영역 부근에서 백색 얼룩 현상이 생기는 것을 방지하고자 한다.

발명의 구성 및 작용

전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시장치는 서로 이격하여 마주보는 제 1, 제 2 기판과; 

상기 제 1, 제 2 기판중 어느 하나의 기판상에 상기 기판의 외곽부 가장자리를 따라 형성되는 씰 패턴과; 상기 씰패턴

과 인접한 상기 제 1 기판상에 상기 씰패턴의 하부와 접촉하도록 형성된 제 1 무기절연막을 포함한다.

상기 액정표시장치은 상기 제 1 무기절연막 하부에 형성된 유기절연막과 상기 유기절연막 하부에 형성된 제 2 무기절

연막을 더욱 포함한다.

상기 제 1, 제2 무기절연막은 질화실리콘(SiNx) 또는 산화실리콘(SiO2) 등을 포함하는 무기절연물질 그룹중에서 선

택된 어느 하나의 물질로 형성된 것을 특징으로 하며, 상기 유기절연막은 벤조사이클로 부텐, 아크릴수지 등을 포함

하는 유기절연물질 그룹 중 선택된 어느 하나의 물질로 형성된 것을 특징으로 한다.

본 발명의 다른 특징에 따른 액정표시장치는 상기 씰패턴 하부에 위치한 상기 제 1 무기절연막, 상기 유기절연막, 상

기 제 2 무기절연막들을 차례로 식각하여 상기 씰패턴의 폭보다 작은 폭을 가지며 요철형상인 바닥면이 상기 씰패턴

의 하부단면의 일부와 접촉하도록 형성된 식각홈을 더욱 포함하는 것을 특징으로 한다.

또는 본 발명의 다른 특징에 따른 액정표시장치는 상기 씰패턴의 하부단면의 일부에 대응하는 부분의 상기 유기절연

막과 상기 제 2 무기절연막을 식각하여 바닥면이 요철형상을 가지며 상기 씰패턴과의 사이에 상기 제 1 무기절연막이

위치하도 록 형성된 식각홈을 더욱 포함하는 것을 특징으로 한다.

또는 본 발명의 다른 특징에 따른 액정표시장치는 상기 씰패턴 하부의 상기 제 1 무기절연막, 상기 유기절연막, 상기 

제 2 무기절연막을 식각하여 상기 씰패턴의 폭 내에 다수개의 요입부와 돌출부를 가지며 상기 요입부의 저면이 상기 

씰패턴과 접촉하도록 형성된 식각홀을 더욱 포함하는 것을 특징으로 한다.

또는 본 발명의 다른 특징에 따른 액정표시장치는 상기 씰패턴 하부의 상기 유기절연막, 상기 제 2 무기절연막을 식

각하여 상기 씰패턴의 폭 내에 다수개의 요입부와 돌출부를 가지며 상기 요입부 및 돌출부와 상기 씰패턴과의 사이에

상기 제 1 무기절연막이 위치하도록 형성된 식각홀을 더욱 포함하는 것을 특징으로 한다.

또는 본 발명의 다른 특징에 따른 액정표시장치는 상기 씰패턴의 하부단면에 대응하는 상기 제 1 기판 상부에 금속층

이 위치하고, 상기 씰패턴 하부의 상기 제 1 무기절연막, 상기 유기절연막과 상기 제 2 무기절연막을 상기 금속층이 

노출될 때까지 식각하여 상기 씰패턴의 폭 내에 다수개의 요입부와 돌출부를 가지고 상기 요입부의 저면이 상기 씰패

턴과 접촉하도록 형성된 식각홀을 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 금속층은 상기 제 1 기판상에 상기 게이트배선과 동일한 물질로 형성되거나 상기 제 2 무기절연막상에 상기 데

이터 배선과 동일한 물질로 형성되는 것을 특징으로 한다.

또는 본 발명의 다른 특징에 따른 액정표시장치는 서로 이격하여 마주보는 제 1, 제 2 기판과; 상기 제 1, 제 2 기판중

어느 하나의 기판상에 상기 기판의 외 곽부 가장자리를 따라 형성되는 씰 패턴과; 상기 씰패턴과 인접한 상기 제 1 기

판상에 상기 씰패턴의 하부와 접촉하도록 형성된 금속층을 포함한다.
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상기 금속층은 투명 도전성 금속물질인 ITO 인 것을 특징으로 한다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 설명한다.

- 제 1 실시례 -

도 8은 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 1 실시례에 따라 형성된 씰패턴 영역을 도시한 

도면이다.

본 발명의 제 1 실시례에서는 도시한 대로, 씰패턴 영역(SR)의 기판(10)상에 제 1 무기절연막(20), 유기절연막(30) 

그리고 제 2 무기절연막(40)을 순서대로 형성한다. 상기 제 1, 제 2 무기절연막(20, 40)은 질화실리콘(SiNx) 또는 산

화실리콘(SiO2) 등의 무기 절연물질로 형성하고, 상기 유기절연막(30)은 벤조사이클로부텐(BCB)과 아크릴(Acryl)계

수지(resin) 등의 유기 절연물질로 형성한다.

다음으로 상기 제 2 무기절연막과 접촉하여 상기 상,하부기판(10, 50) 중 어느 하나의 기판위에 씰패턴(60)을 형성한

다. 이러한 씰패턴(60)은 전술한 바와 같이 상, 하부기판(10, 50)을 합착하고 주입된 액정이 새지 않도록 하는 역할을

한다.

이와 같이 상기 유기절연막위에 무기절연막(40)을 형성하여 씰패턴(60)과 접촉하도록 하는 본 발명의 제 1 실시례에 

의하면 상기 씰패턴(60)의 접착력을 향상시킬 수 있으며 액정의 오염으로 인한 씰패턴 주변부(R)의 얼룩현상을 방지

할 수 있다. 즉, 씰패턴이 유기절연막위에 접촉하여 형성되는 종전의 구조하에서는 상기 씰패턴과 유기절연막의 접착

력이 약하여 씰 터짐 불량이 발생할 수 있었으며, 또한 상기 씰패턴과 유기절연막간의 화확반응에 의한 액정의 오염

으로 인하여 상기 씰패턴 주변(R)에 백색 얼룩이 생기기도 하였다.

그러나, 상기 제 1 실시례에서는 상기 씰패턴(60)이 제 2 무기절연막(40)과 접촉하여 형성됨으로써 상기 씰패턴의 유

기절연막(30)과의 접착력 문제를 해결하였으며, 아울러 상기 제 2 무기절연막(40)이 상기 씰패턴(60)과 상기 유기절

연막(30)의 접촉을 막아줌으로써 전술한 씰패턴 주변부(R)에서 액정이 오염되는 것을 방지할 수 있다.

- 제 2 실시례 -

본 발명의 제 2 실시례에서는 기존의 마스크공정으로 상기 씰패턴 영역의 절연막들을 식각하여 식각홈을 형성하되, 

상기 식각홈 바닥을 요철형상으로 하여 상기 식각된 부분을 통해 충진된 실런트와 유기절연막 하부의 무기절연막 또

는 기판과의 접촉면적을 넓혀 씰패턴과 기판의 접촉특성을 개선하는 방법을 제안한다. 이하, 도 9a 내지 도 9c를 참조

하여 본 발명의 제 2 실시례에 따른 공정을 설명한다.

도 9a 내지 도 9c는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의제 2 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면이다.

도 9a는 하부기판 상에 정의된 씰 패턴영역에 식각홈을 형성하기 위한 포토레지스트(photo-resist)공정을 나타낸다.

도시한 바와 같이, 하부기판(100)상의 상기 실패턴 형성영역에 제 1 무기절연막인 게이트 절연막(110), 유기절연막인

보호막(120)이 적층되고 상기 보호막(120)의 상부에 제 2 무기절연막(130)이 형성된다. 상기 제 1, 제 2 무기절연막

은 질화실리콘(SiNx) 또는 산화실리콘(SiO2) 등의 무기 절연물지로 형성하고, 상기 유기절연막(120)은 벤조사이클로

부텐(BCB)과 아크릴(Acryl)계 수지(resin) 등의 유기 절연물질을 사용하여 형성한다.

다음으로, 씰패턴 형성영역에 식각홈을 형성하기 위해, 상기 제 1 무기절연막(110), 유기절연막(120), 그리고 제 2 무

기절연막(130)이 적층된 기판(100)의 전면에 포토레지스트를 도포하여 포토레지스트막(140)을 형성한다.

다음으로, 마스크를 이용한 노광공정을 행하게 되는데 이때, 상기 씰패턴 영역의 포토레지스트막(140) 상부에 슬릿(1

55)이 구성된 슬릿형 마스크(slit mask)(150)를 사용하여 상기 씰 패턴영역 상부의 포토레지스트막(140)을 노광한다.

상기 마스크(150)는 회절노광시 사용하는 마스크를 사용하여도 된다.

상기 슬릿형 마스크(150)는 마스크에 슬릿(155)을 구성한 것으로, 상기 슬릿과 슬릿 사이가 충분히 크다면 상기 슬릿

(155)을 통과하여 회절된 빛에 의해, 상기슬릿에 의해 노출된 포토레지스트막과, 슬릿과 슬릿 사이에 존재하는 포토

레지스트막의 노광상태에 차이가 발생한다.
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상세히 설명하면, 상기 슬릿을 통해 입사한 빛(A)은 상기 슬릿을 통과하면서 일부 에너지를 잃어버리게 된다. 따라서,

마스크에 의해 완전히 노출된 부분에 비해 상기 포토레지스트는 일부 깊이만큼 노광되며, 더욱이 상기 슬릿(155)에 

의해 직접 노출된 부분보다 상기 슬릿(155)사이에 위치하여 빛 에너지를 덜 받은 부분은 상기 슬릿의 하부에 위치한 

부분보다 노광되는 깊이가 적다.

따라서, 상기 두 부분을 동일한 스트립용액을 사용하여 같은 시간동안 스트립하게 된다면, 상기 슬릿의 하부와 상기 

슬릿사이에 위치한 부분의 상기 포토레지스트막(140)의 식각정도가 달라질 것이다.

따라서, 상기 소정 깊이만큼 제거된 포토레지스트막(140)의 표면은 전술한 바와 같은 노광상태의 차이에 의해 굴곡진

요철형태(B)로 식각된다.

도 9b에 도시한 바와 같이, 상기 일부 식각된 포토레지스트막(140)과 제 2 무기절연막(130), 유기절연막(120)과 연

속으로 제 2 무기절연막(110)을 식각하는 단계이다. 상기 식각공정은 일반적으로 건식식각을 통해 이루어지며, 상기 

포토레지스트막(140)의 전면으로 가해지는 에너지의 힘이 동일하므로, 상기 요철형태에 대해서 식각되는 비율이 동

일하다.

따라서, 포토레지스트막(140)을 식각하면서 연속으로 상기 제 2 무기절연막(130), 유기절연막(120)과, 그 하부의 제 

1 무기절연막(110)까지 식각하게 되면, 상기 식각홈(165)의 바닥면이 되는 제 1 무기절연막(110)의 표면은 요철형태

(C)가 된다.

이러한 식각홈(165)은 액정패널에 대해 세로방향과 가로방향의 일방향으로 연장된 씰패턴 영역에 일치하게 구성되는

것이 아니라, 상기 정의된 씰 패턴영역을 지나가는 다수의 배선을 피해 부분적으로 형성한다. 또한, 상기 식각홈(165)

은 상기 정의된 씰패턴 영역의 폭(W)과 비교할때 거의 동일하거나 작게 구성한다.

다음으로, 도 9c에 도시한 바와 같이, 상기 식각홈(165)을 포함하는 씰패턴 영역 상부에 씰패턴(160)을 인쇄한다. 상

기 인쇄과정에서, 상기 씰패턴(160)은 상기 바닥면이 요철형상(C)인 식각홈(165)에 충진 되면서 상기 씰패턴 영역 상

에 형성된다.

이때, 상기 식각공정에서 제 1 무기절연막(110)을 완전히 식각하여 상기 씰패턴(160)을 하부기판(100)위에 직접 접

촉하도록 형성할 수 있다.

다음으로, 상기 씰패턴(160)이 인쇄된 하부기판(100)에 상부기판(180)을 합착하는 공정을 거친다.

이와 같이, 씰패턴 형성영역에 요철을 포함하는 식각홈(165)을 형성하는 방법은 상기 씰패턴 영역상의 유기절연막(1

20)을 제거하여 상기 씰패턴(160)이 하부의 제 1 무기절연막(110) 또는 기판(100)과 접촉하는 면적을 증가시켜 접착

력을 향상시키는 효과와 함께, 상기 씰패턴(160)과 유기절연막(120)간의 화학반응으로 인한 씰패턴(160) 형성영역 

주변부의 액정의 오염으로 인한 액정패널 측면부의 얼룩현상을 방지할 수 있도록 한다.

- 제 3 실시례 -

본 발명의 제 3 실시례는 상기 제 2 실시예의 경우와 유사하나, 유기절연막 상부의 무기절연막을 유기절연막과 동시

에 식각하는 방식이 아니라 먼저 유기절연막과 그 하부의 무기절연막을 식각한 후 상기 씰패턴 형성영역의 유기절연

막위에 무기절연막을 형성하는 방법에 관한 것이다.

10a 내지 10d는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의제 3 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형성방

법을 도시한 도면이다.

먼저, 도 10a 내지 도 10b에 도시한 바와 같이, 하부기판(200)상에 제 1 무기절연막(210)을 형성하고 그 위에 유기절

연막(220)을 형성한다. 그리고 상기 유기절연막(220)상에 포토레지스트막(240)을 형성하고 그 위에 슬릿(255)이 구

성된 슬릿형 마스크(250)를 위치시켜 전술한 바와 같은 식각공정을 수행하여 씰패턴 형성영역에 식각홀(265)을 형성

한다. 이때 상기 식각홀(265)은 제 1 무기절연막(210)상에 요철(D)을 형성할 수 도 있고 그 아래 하부기판(200)이 드

러나도록 식각할 수도 있다.

다음으로 도 10c 에 도시한 바와 같이, 상기 씰패턴 형성영역에 상기 유기절연막(220)과 상기 식각홀(265)의 전면을 

덮도록 산화실리콘(SiO2) 이나 질화실리콘(SiNx)등 무기 절연물질을 스퍼터링 등의 방법으로 증착하여 제 2 무기절

연막(230)을 형성한다. 상기 식각홈(265) 영역에서의 상기 제 2 무기절연막(230)은 제 1 무기절연막(210)의 요철부(

D) 또는 기판(200)상에 직접 접촉하여 형성될 수 있다.
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마지막으로 도 10d 에 도시한 바와 같이, 상부기판(280)과 하부기판(200) 중 어느 하나의 기판상에 전술한 방법으로 

씰패턴(260)을 형성하고 상, 하부기판(200, 280)을 합착한다.

이러한 본 발명의 제 3 실시례에서는 상기 씰패턴(260)이 유기절연막(220)과 직접 접촉하지 않고 제 3 무기절연막과

접촉하여 형성되므로, 유기절연막(220)과 씰패턴(260)간의 접촉으로 인한 종래의 문제점들을 해결할 수 있다.

- 제 4 실시례 -

본 발명의 제 4 실시례는 실패턴에 의한 액정패널의 합착특성을 개선하기 위해 상기 액정패널에 정의된 씰 패턴영역

의 절연막들을 단면적으로 요철형태로 식각하여 다수의 식각홀을 형성하는 방법을 제시한다.

도 11a 내지 11c는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의제 4 실시예에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면이다.

먼저, 도 11a에 도시한 대로, 기판(300)상에 제 1 무기절연막(310), 유기절연막(320) 그리고 제 2 무기절연막(330)

을 형성한다. 상기 절연막들은 상기 제 1, 제 2 실시예들에서 기술한 절연물질로 형성한다.

이어서, 기판(300)상에 적층된 제 1 무기절연막(310), 유기절연막(320)과 제 2 무기절연막(330)을 패턴하기 위하여 

기판(300)상에 구성된 상기 제 2 무기절연막(330)의 상부에 포토레지스트를 도포하여 포토레지스트막(340)을 형성

한 후, 마스크를 이용한 노광공정을 거쳐, 상기 포토레지스트막(340)의 하부 제 2 무기절연막(330)이 부분적으로 노

출되는 요입부(m1)와 돌출부(m2)로 구성되도록 스트립(stripe)한다.

도 11b는 상기 포토레지스트막(340)의 요입부(m1) 하부에 노출된 제 2 무기절연막, 유기절연막(320) 그리고 제 1 무

기절연막을 식각하는 공정이다.

이때, 상기 제 2 무기절연막(330)과 유기절연막(320)은 건식식각 공정에 의해 식각되며, 상기 유기절연막(320) 하부

의 제 1 무기절연막(310)까지 소정 깊이만 큼 식각되며, 상기의 식각공정은 상기 제 1 무기절연막(310) 하부의 기판(

300)이 노출되도록 할 수도 있다.

다음으로, 상기 식각되지 않은 제 1 무기절연막(330) 상부의 포토레지스트막(340)을 모두 제거하게 되면, 돌출부(h1)

와 요입부(h2)로 구성된 요철형태의 씰패턴 영역이 상기 정의된 씰패턴 영역의 폭(W)에 맞추어 단면적으로 일정하게

구성된다.

다음으로 도 11c에 도시한 바와 같이, 상기 요철형상을 가지는 씰패턴 영역에 씰패턴(360)을 인쇄하게 되면, 상기 씰

패턴(360)은 상기 요철형상의 요입부(h2)에 충진되면서 상기 기판(300)에 정의된 씰패턴 영역에 형성된다.

따라서, 본 발명의 제 3 실시례에 따른 상기 요철형상을 가지는 씰패턴 영역은 종래에 비하여 씰패턴의 무기절연막 

또는 기판과의 접촉면적을 더욱 크게 할 수 있으므로 씰패턴과 유기절연막과의 약한 접착력으로 인한 씰 터짐을 방지

할 수 있으며, 아울러 상기 유기절연막과 씰패턴간의 접촉으로 인한 액정의 오염을 방지할 수 있다.

이와 같은 구성에서, 상기 요철형상은 상기 씰패턴 영역 하부를 지나가는 각 신호배선을 피해 위치해야 하므로 W의 

폭을 가지고 일방향으로 정의된 씰패턴 영역에 부분적으로 구성한다.

- 제 5 실시례 -

본 발명의 제 5 실시례는 실패턴에 의한 액정패널의 합착특성을 개선하기 위 해 상기 액정패널에 정의된 씰 패턴영역

의 절연막들을 단면적으로 요철형태로 식각하여 다수의 식각홀을 형성한 후에 그 위에 무기절연막을 형성하고 난 후 

씰패턴을 상기 무기절연막위에 형성하는 방법과 이러한 방법에 의하여 제작된 액정패널에 관한 것이다.

도 12a 내지 12d는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 5 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면이다.

먼저, 도 12a에 도시한 대로, 기판(400)상에 제 1 무기절연막(410)과 유기절연막(420)을 순서대로 형성한다. 상기 절

연막들은 상기 전술한 실시례들에서 기술한 절연물질로 형성한다.

이어서, 기판(400)상에 적층된 제 1 무기절연막(410)과 유기절연막(420)을 패턴하기 위하여 기판(400)상에 구성된 

상기 유기절연막(420)의 상부에 포토레지스트를 도포하여 포토레지스트막(440)을 형성한 후, 마스크를 이용한 노광

공정을 거쳐, 상기 포토레지스트막(440)의 하부 유기절연막(420)이 부분적으로 노출되는 요입부(n1)와와 돌출부(n2)
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로 구성되도록 스트립(stripe)한다.

도 12b는 상기 포토레지스트막(440)의 요입부(n1) 하부에 노출된 유기절연막(420)과 제 1 무기절연막(410)을 식각

하는 공정이다.

이때, 상기 유기절연막(420)과 제 1 무기절연막(410)은 건식식각 공정에 의해 식각되며, 상기의 식각공정은 상기 제 

1 무기절연막(410) 하부의 기판(400)이 노출되도록 할 수도 있다.

다음으로, 상기 식각되지 않은 유기절연막(430) 상부의 포토레지스트막(440) 을 모두 제거하게 되면, 돌출부(h1)와 

요입부(h2)로 구성된 요철형태의 씰패턴 영역이 상기 정의된 씰패턴 영역의 폭(W)에 맞추어 단면적으로 일정하게 구

성된다.

다음으로 도 12c에 도시한 바와 같이, 상기 요철형상을 가지는 씰패턴 영역상에 산화실리콘(SiO 2 ) 이나 질화실리콘

(SiN x )등 무기 절연물질을 사용하여 제 2 무기절연막(430)층을 형성한다.

다음으로 도 12d에 도시한 바와 같이, 상기 제 2 무기절연막(430)상에 씰패턴(460)을 인쇄하게 되면, 상기 씰패턴(46

0)은 상기 요철형상의 요입부(h4)에 충진되면서 상기 기판(400)에 정의된 씰패턴 영역에 형성된다.

따라서, 본 발명의 제 5 실시례에 따른 상기 요철형상을 가지는 씰패턴 영역은 종래에 비하여 씰패턴의 무기절연막 

또는 기판과의 접촉면적을 더욱 크게 할 수 있으므로 씰패턴과 유기절연막과의 약한 접착력으로 인한 씰 터짐을 방지

할 수 있으며, 아울러 상기 유기절연막과 씰패턴간의 접촉으로 인한 액정의 오염을 방지할 수 있다.

이와 같은 구성에서, 상기 요철형상은 상기 씰패턴 영역 하부를 지나가는 각 신호배선을 피해 위치해야 하므로 W의 

폭을 가지고 일방향으로 정의된 씰패턴 영역에 부분적으로 구성한다.

- 제 6, 제 7 실시례 -

본 발명의 제 6, 제 7 실시례는 상기 실런트의 접착력을 높이기 위해, 상기 단면적으로 요철형상인 씰 패턴영역 하부

에 금속층을 형성하는 구조를 제시한다. 이하에서는 도 13a 내지 13c 및 도 14a 내지 14c를 함께 참조하여 기술한다.

도 13a 내지 13c는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 6 실시례에 따른 씰패턴 영역의 형

성방법을 도시한 도면이고, 도 14a 내지 14c는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 7 실시

례에 따른 씰패턴 영역의 형성방법을 도시한 도면이다.(제 6, 제 7실시례의 구성은 전술한 도 3의 구성에서 설명한 공

정을 참조한다)

도 3에 설명한 바와 같이, 어레이기판을 구성하는 요소는 스위칭소자(도 3의 T)와 게이트배선과 데이터배선 등이 있

으며, 이러한 요소들은 기판상에 일정한 공정순서에 의해 구성된다. 이때, 상기 데이터배선과 게이트배선의 구성순서

는 상기 스위칭소자의 타입에 따라 달리할 수 있으며, 본 발명의 제 6 실시예에서는 역스태거드형(inverted staggere

d type) 박막트랜지스터의 경우를 예로 든다.

상기 역 스태거드형 박막트랜지스터는 기판 상에 게이트전극을 먼저 구성하므로, 상기 두 배선 중 게이트배선을 먼저

구성하게 되고, 다음으로 상기 게이트배선과는 절연층을 사이에 두고 데이터배선을 구성하게 된다.

이때, 상기 두 배선을 구성하는 공정중 임의의 한 공정을 선택하여, 상기 하부기판(500)에 정의된 씰패턴 영역의 하부

에 부분적으로 아일랜드형태의 금속층(505)을 형성한다. 따라서, 연속된 기판형성 공정에 의해, 상기 아일랜드형태의

금속층 상부에 절연막이 적층된 구조가 된다.

만약, 도 13a에 도시한 바와 같이, 상기 씰 패턴영역 하부에 구성된 상기 금 속층(505)이 상기 게이트배선(미도시)을 

형성하는 공정에서 만들어졌다면, 상기 금속층(505)의 상부에는 게이트절연막인 제 1 무기절연막(510)과 보호막인 

유기절연막(520)이 적층된 구조가 될 것이고, 도 14a에 도시한 바와 같이, 금속층이 데이터배선(미도시)을 형성하는 

공정과 동일한 공정으로 만들어졌다면, 상기 금속층(615)의 상부에는 보호막인 유기절연막(620)만이 형성된 구조가 

된다.

도 13a와 도 14a는 전술한 두 예에 따른 기판(500, 600)상의 씰패턴 영역에 요철형상의 식각홈을 형성하기 위한 포

토레지스트 공정을 나타낸 것으로, 전술한 바와 같은 방법으로 금속층(505, 615)이 구성된 기판(500, 600)상부에 포

토레지스트(540, 640)를 도포하고, 상기 실시예 5에서 설명한 바와 같은 방법으로 포토레지스트를 패터닝하여, 상기 

패터닝된 포토레지스트 사이에 하부 제 2 무기절연막(530, 630)을 노출시킨다.
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도 13b와 도 14b는 도 13a와 도 14a의 공정에 이은 연속된 공정으로, 도 13b의 경우 상기 패터닝된 포토레지스트 사

이에 노출된 제 2 무기절연막(530), 유기절연막(520)과 그 하부의 제 1 무기절연막(510)을 식각하고, 도 9b의 경우에

는 제 2 무기절연막(630)과 유기절연막(620)을 식각하여 단면적으로 요철형상이 되도록 한다.

상기 요철형상을 위한 식각방식은 건식식각 방법을 통해 이루어지며, 상기 식각되는 절연층 하부에 위치한 아일랜드

형태의 금속층(505, 615)이 상기 식각된 절연층 사이에 노출될 때까지 식각공정을 행한다.

결과적으로, 상기 절연층의 식각패턴은 단면적으로 돌출부(h5, h7)와 요입부(h6, h8)로 구성된다. 이와 같은 절연층

의 요철패턴은 액정패널에 정의된 씰 패턴 폭 W 내에 형성된다.

전술한 구성에서 상기 게이트절연막을 유기절연막으로 사용하여, 상기 보호막인 유기절연막과 함께 두층의 유기절연

막이 적층된 구조도 적용될 수 있다.

도 13c와 도 14c는 도 13b와 도 14b의 공정의 연속된 공정으로, 상기 요철형상으로 패터닝된 씰 패턴영역 상에 씰패

턴(560, 660)을 코팅하고 상부기판(580, 680)을 합착하는 공정이다.

전술한 공정에서 상기 요철형상의 씰패턴 영역 상부에 씰패턴(560, 660)을 코팅하면, 상기 씰패턴(560, 660)은 상기 

요철형상의 요입부(h5, h7)에 충진되면서, 상기 요입부(h5, h7)에 의해 노출된 하부 금속층(505, 615)과 접촉하게 된

다.

상기 금속층(505, 615)은 상기 유기절연막(520, 620)에 비해 씰패턴(560, 660)과의 합착정도가 매우 우수하다.

따라서, 이와 같은 구조는 상기 요철형상에 의해 상기 씰패턴(560, 660)과 절연막간의 접촉면적이 커질 뿐 아니라, 

상기 씰패턴 영역의 하부에 아일랜드형상의 금속층(505, 615)을 더욱 형성함으로써, 더욱 견고하게 합착된 액정패널

을 얻을 수 있으며, 아울러 전술한 씰패턴과 유기절연막 간의 접촉을 인한 액정의 오염을 방지할 수 있다.

- 제 8 실시례 -

도 15는 도 2의 절단선 V-V 를 따라 절단한 단면도로서, 본 발명의 제 8 실 시례에 따라 형성한 씰패턴 영역을 도시

한 도면이다.

본 발명의 제 8 실시례에서는, 도 8의 제 1실시례의 제 2 절연막(도 8의 40) 대신에 도전성 금속물질의 화소전극을 

씰패턴 영역의 유기절연막(도 8의 30)상부까지 연장형성하여 씰패턴(760)이 상기 화소전극의 금속물질과 직접 접촉

하여 형성되는 구조를 제시한다. 상기 화소전극(725)은 인듐 틴 옥사이드(ITO)등의 투명 도전성 금속물질로 형성될 

수 있다.

상기와 같은 제 8실시례에 따른 구조하에서는 상기 씰패턴(760)이 직접 금속층(725)과 접촉함으로써 씰패턴의 접착

력을 향상시킬 수 있으며, 상기 금속층(725)이 상기 씰패턴(760)과 상기 유기절연막(720)의 접촉을 차단하여 액정의 

오염을 방지하고 유기절연막(720)을 보호할 수 있다.

발명의 효과

본 발명은 이상에서 기술한 바와 같이, 접착력이 약한 씰패턴과 유기절연막의 접촉면적을 줄이거나 없앰으로써 상기 

씰패턴의 접착력을 향상시켜서 액정패널의 씰 터짐불량을 방지하고, 아울러 상기 씰패턴과 상기 유기절연막간의 접

촉으로 인한 씰패턴 영역의 액정의 오염을 방지할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
서로 이격하여 마주보는 제 1, 제 2 기판과;

상기 제 1, 제 2 기판중 어느 하나의 기판상에 상기 기판의 외곽부 가장자리를 따라 형성되는 씰 패턴과;

상기 씰패턴과 인접한 상기 제 1 기판상에 상기 씰패턴의 하부와 접촉하도록 형성된 제 1 무기절연막

을 포함하는 액정표시장치.
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청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 제 1 무기절연막 하부에 형성된 유기절연막과 상기 유기절연막 하부에 형성된 제 2 무기절연막을 더욱 포함하는

액정표시장치.

청구항 3.
제 2항에 있어서,

상기 제 1, 제2 무기절연막은 질화실리콘(SiNx) 또는 산화실리콘(SiO2) 등을 포함하는 무기절연물질 그룹중에서 선

택된 어느 하나의 물질로 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4.
제 2항에 있어서,

상기 유기절연막은 벤조사이클로 부텐, 아크릴수지 등을 포함하는 유기절연물질 그룹 중 선택된 어느 하나의 물질로 

형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5.
제 2항에 있어서,

상기 씰패턴 하부에 위치한 상기 제 1 무기절연막, 상기 유기절연막, 상기 제 2 무기절연막들을 차례로 식각하여 상기

씰패턴의 폭보다 작은 폭을 가지며 요철형상인 바닥면이 상기 씰패턴의 하부단면의 일부와 접촉하도록 형성된 식각

홈을 포함하는 액정표시장치.

청구항 6.
제 2항에 있어서,

상기 씰패턴의 하부단면의 일부에 대응하는 부분의 상기 유기절연막과 상기 제 2 무기절연막을 식각하여 바닥면이 

요철형상을 가지며 상기 씰패턴과의 사이에 상기 제 1 무기절연막이 위치하도록 형성된 식각홈을 포함하는 액정표시

장치.

청구항 7.
제 2항에 있어서,

상기 씰패턴 하부의 상기 제 1 무기절연막, 상기 유기절연막, 상기 제 2 무기절연막을 식각하여 상기 씰패턴의 폭 내

에 다수개의 요입부와 돌출부를 가지며 상기 요입부의 저면이 상기 씰패턴과 접촉하도록 형성된 식각홀을 포함하는 

액정표시장치.

청구항 8.
제 2항에 있어서,

상기 씰패턴 하부의 상기 유기절연막, 상기 제 2 무기절연막을 식각하여 상기 씰패턴의 폭 내에 다수개의 요입부와 

돌출부를 가지며 상기 요입부 및 돌출부와 상기 씰패턴과의 사이에 상기 제 1 무기절연막이 위치하도록 형성된 식각

홀을 포함하는 액정표시장치.

청구항 9.
제 2항에 있어서,

상기 씰패턴의 하부단면에 대응하는 상기 제 1 기판 상부에 금속층이 위치하고, 상기 씰패턴 하부의 상기 제 1 무기절

연막, 상기 유기절연막과 상기 제 2 무기절연막을 상기 금속층이 노출될 때까지 식각하여 상기 씰패턴의 폭 내에 다수

개의 요입부와 돌출부를 가지고 상기 요입부의 저면이 상기 씰패턴과 접촉하도록 형성된 식각홀을 포함하는 액정표

시장치.

청구항 10.
서로 이격하여 마주보는 제 1, 제 2 기판과;
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상기 제 1, 제 2 기판중 어느 하나의 기판상에 상기 기판의 외곽부 가장자리를 따라 형성되는 씰 패턴과;

상기 씰패턴과 인접한 상기 제 1 기판상에 상기 씰패턴의 하부와 접촉하도록 형성된 금속층

을 포함하는 액정표시장치.

청구항 11.
제 5항 내지 제 9항중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 무기절연막은 질화실리콘(SiNx) 또는 산화실리콘(SiO2) 등을 포함하는 무기절연물질 그룹중에서 선택된 어느 

하나의 물질로 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 12.
제 5항 내지 제 9항중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 유기절연막은 벤조사이클로 부텐, 아크릴수지 등을 포함하는 유기절연물질 그룹 중 선택된 어느 하나의 물질로 

형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장 치.

청구항 13.
제 9항에 있어서,

상기 금속층은 상기 제 1 기판상에 상기 게이트배선과 동일한 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 14.
제 9항에 있어서,

상기 금속층은 상기 제 2 무기절연막상에 상기 데이터 배선과 동일한 물질로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시

장치.

청구항 15.
제 10항에 있어서,

상기 금속층은 투명 도전성 금속물질인 ITO 인 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

도면
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도면2

도면3
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专利名称(译) 一种液晶显示装置，其特征在于，在密封图案下具有层叠结构

公开(公告)号 KR1020040061991A 公开(公告)日 2004-07-07

申请号 KR1020020088301 申请日 2002-12-31

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 KIM HYEYOUNG
김혜영

发明人 김혜영

IPC分类号 G02F1/1339

CPC分类号 G02F1/1339

其他公开文献 KR100972148B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

液晶显示器技术领域本发明涉及一种液晶显示器，更具体地涉及一种形
成用于印刷密封剂的密封图案区域的方法，该密封剂是用于附着液晶显
示装置的上基板和下基板的装置。 在本发明中，可以防止密封图案由于
形成在液晶显示装置的下基板上的有机绝缘膜与下部膜之间的粘附性或
者有机绝缘膜与密封图案之间的粘附性之间的粘附力减弱而破裂，为了
防止由于绝缘膜和密封图案之间的化学反应而污染液晶，去除密封图案
形成区域中的有机绝缘膜，并且在去除位置处形成无机绝缘膜层以改善
有机绝缘膜的粘附性。提供一种能够保护液晶显示装置的液晶显示装
置。 8 指数方面 有机绝缘薄膜，附着力，密封剂，有机绝缘薄膜的去
除，无机绝缘薄膜，有机薄膜的保护

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/580326f4-b601-47e9-9dfb-ba3d205886e4
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032768496/publication/KR20040061991A?q=KR20040061991A

